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PROCEDE DE FABRICATION DE CARTES A PUCE. 



L' invention concerne un procede de fabrication de 
carte a puce comportant une Interface de communication 
avec I'exterieur et au moins un composant electronique (4) 
debouchant en surface. Ce procede est caracterise en ce 
qu'on connecte le composant electronique (4) a I'interface 
de communication au moyen de fils conducteurs; on fixe 
provisoirement I'ensemble electronique interface - compo- 
sant electronique contre une premiere plaquette (1 1) de ma- 
tiere plastique; on place une deuxieme plaquette (23) de 
matiere plastique sur I'ensemble electronique, une ouvertu- 
re (24) etant prevue soit dans la premiere plaquette (11) soit 
dans la deuxieme plaquette (23) pour servir de logement au 
composant electronique (4); et on solidarise les deux pla- 
quettes (11 et23) en enfermant I'interface et le composant 
electronique. 
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PROCEDE DE FABRICATION DE CARTES A PUCE 

La presente invention concerne la fabrication de 
cartes a puce comportant une interface de communication 
avec l'exterieur et au moins un composant electronique 
debouchant en surface. Par appellation "carte a puce" 
on envisage tout type de carte pouvant fonctionner avec 
et/ou sans contact, c'est a dire que 1'on envisage les 
cartes pouvant communiquer avec l'exterieur par 
1' intermediaire de contacts classiques normalises, les 
cartes pouvant communiquer avec l'exterieur par 
1' intermediate d'une antenne integree dans la carte, 
ou enfin les cartes mixtes pouvant communiquer avec 
l'exterieur soit par 1 ' intermediaire de 1' antenne soit 
par 1' intermediaire des contacts classiques. 

Une interface de communication est definie selon le 
type de f onctionnement de la carte a puce. Ainsi, 
lorsque la carte a puce est une carte a f onctionnement 
a contacts, 1' interface comporte un module de circuit 
integre presentant des contacts d'acces destines a 
affleurer la surface de la carte. Lorsque la carte 
fonctionne sans contact, 1' interface comporte un module 
de circuit integre connecte a une antenne et noye dans 
le corps de carte. Enfin, lorsque la carte est une 
carte mixte, 1' interface comporte une antenne reliee a 
un module de circuit integre presentant des contacts 
d'acces destines a affleurer la surface de la carte. 

Les cartes a puce sont destinees a realiser 
diverses operations telles que, par exemple, des 
operations bancaires, des communications telephoniques, 
des operations d ' identification , des operations de 
debit ou de rechargement d'unites de compte, et toutes 
sortes d' operations qui peuvent s'effectuer soit en 
inserant la carte dans un lecteur, soit a distance par 
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couplage electromagnetique (en principe de type 
inductif) entre une borne d' emission-reception et une 
carte placee dans la zone d' action de cette borne. 
L' installation d'un afficheur dans une carte a puce 
5 peut etre utile notamment pour realiser un porte- 
monnaie electronique afin de permettre la visualisation 
de la somme restante dans le porte-monnaie par exemple. 

Les cartes a puce doivent avoir de preference des 
dimensions normalisees identiques a celles des cartes a 

10 puces classiques pourvues de contacts. Ceci est 
evidemment tout particulierement indispensable pour les 
cartes mixtes et c'est souhaitable pour les cartes 
fonctionnant uniquement en mode sans contact. 

La norme usuelle ISO 7810 definit une carte de 85 

15 mm de long, 54 mm de large et 0,76 mm d'epaisseur. Les 
contacts affleurent a des positions bien definies a la 
surface de la carte - 

Ces normes imposent des contraintes severes pour la 
fabrication. L'epaisseur tres faible de la carte est en 

20 particulier une contrainte majeure, plus severe encore 
pour les cartes sans contact et comportant plusieurs 
composants electroniques que pour les cartes simplement 
munies de contacts, car il faut prevoir 1 ' incorporation 
a la fois d'une antenne et des composants electroniques 

25 et la realisation de multiples interconnexions. 

L ' integration et la connexion de composants 
electroniques tels que des afficheurs, par exemple, 
dans des objets rigides et/ou volumineux ont trouve un 
certain nombre de solutions techniques. Par contre, 

30 1' integration d'un afficheur flexible dans une carte 
flexible et d'aussi faible epaisseur n'a pas encore ete 
abordee jusqu'a ce jour. 

Les problemes techniques qui se posent sont des 
problemes de posit ionnement des differents composants 
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electroniques dans le corps de carte, des problemes 
d' adhesion de ces composants , des problemes de 
disposition, dans le corps de carte f des 
interconnexions entre les differents composants 

5 electroniques et des problemes de precision et de 
fiabilite des connexions vis-a-vis des contraintes 
mecaniques subies par la carte. Les contraintes de codt 
de fabrication doivent en outre etre prises en compte. 

L' invention a pour but de proposer un precede de 

10 fabrication capable de resoudre au mieux ces problemes 
de positionnement, de precision de fabrication, de 
tenue mecanique, et plus generalement de fiabilite, de 
cout et de rendement de fabrication de la carte. 

Pour cela, 1' invention propose un procede de 

15 fabrication de carte a puce comportant une interface de 
communication avec l'exterieur et au moins un composant 
electronique debouchant en surface, principalement 
caracterise en ce qu'on connecte le composant 
electronique a 1' interface de communication au moyen de 

20 fils conducteurs; on fixe provisoirement 1' ensemble 
electronique interface - composant electronique contre 
une premiere plaquette de matiere plastique; on place 
une deuxieme plaquette de matiere plastique sur 
1' ensemble electronique interface - composant 

25 electronique , une ouverture etant prevue soit sur la 
premiere plaquette soit sur la deuxieme plaquette pour 
servir de logement au composant electronique; et on 
solidarise les deux plaquettes en enfermant 1' interface 
et le composant electronique. 

30 Ce procede est simple et peu couteux. II permet de 

resoudre de maniere fiable et precise le probleme de 
liaison electrique entre le(s) composant (s) 

electronique (s) et 1' interface de communication : les 
connexions electriques sont realisees avant mise en 
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place de 1 'ensemble dans une carte plastique. Le(s) 
composant(s) electronique ( s) et 1' interface de 
communication sont correctement places dans la carte. 

L' invention propose en outre un autre mode de 

5 realisation d'un procede de fabrication de carte a puce 
comportant une interface de communication avec 
l'exterieur et au moins un composant electronique 
debouchant en surface. Selon cet autre mode de 
realisation, on realise, sur une feuille flexible en 

10 plastique, des pistes conductrices pour former un 
circuit imprime; on fixe sur le circuit imprime obtenu 
1' interface de communication et le composant 
electronique de telle sorte que des plots de contact de 
1' interface sont relies a des plots de contact du 

15 composant electronique par 1 ' intermediate des pistes 
conductrices; on fixe provisoirement 1' ensemble 
electronique circuit imprime - interface - composant 
electronique contre une premiere plaquette de matiere 
plastique; on place une deuxieme plaquette de matiere 

20 plastique sur 1' ensemble electronique circuit imprime - 
interface - composant electronique, une ouverture etant 
prevue soit sur la premiere plaquette soit sur la 
deuxieme plaquette pour servir de logement au composant 
electronique; et on solidarise les deux plaquettes en 

25 enfermant 1' ensemble electronique circuit imprime - 
interface - composant electronique. 

D'autres particularity et avantages de 1' invention 
apparaitront a la lecture de la description detaillee 
donnee a titre d'exemple illustratif et faite en 

30 reference aux figures annexees qui representent : 

- la figure 1, un ensemble electronique comprenant 
un module, un afficheur, une antenne, une batterie et 
un micro-controleur , 
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- la figure 2, la mise en place de 1' ensemble 
electronique de la figure 1 contre une plaquette de 
matiere plastique au format de la carte a puce, munie 
d'une feuille adhesive, 

- la figure 3 , la mise en place d'une autre 
plaquette de matiere plastique pour recouvrir 
1' ensemble electronique, 

la figure 4, la carte finie au stade de 
1' enlevement de la feuille adhesive et prete a etre 
utilisee, 

- la figure 5, une autre carte finie et pretre a 
etre utilisee, fabriquee selon une variante de 
realisation, au stade de 1' enlevement de la feuille 
adhesive prevue sur chacune des plaquettes de matiere 
plastique enfermant un ensemble electronique, 

- la figure 6, une vue en perspective et sous forme 
eclatee des differents elements necessaires pour la 
fabrication, selon un autre mode de realisation, d'une 
carte a puce comportant un afficheur, 

- la figure 7, une vue en perspective et sous forme 
eclatee des differents elements necessaires pour la 
fabrication, selon un autre mode de realisation, d'une 
carte a puce comportant un afficheur. 

Sur la figure 1 est represents un exemple d'un 
ensemble electronique comportant differents elements 
connectes entre eux. Cette representation n'est pas 
limitative et il est entendu que 1 ' architecture de la 
carte a puce selon 1' invention peut comporter plusieurs 
autres, ou moins, de composants electroniques. En fait, 
la carte a puce selon 1' invention comporte au moins une 
une interface de communication avec l'exterieur et un 
composant electronique debouchant en surface. Dans 
1' exemple represents sur la figure 1 1' interface de 
communication comporte un module 2 de circuit integre 1 
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relie aux extremites d'une antenne 5, et le composant 
electronique debouchant en surface est un afficheur 4. 

L'antenne 5 est un simple fil bobine a plat, la 
rigidite propre du fil etant suffisante pour que 
5 l'antenne soit manipulable pendant les operations 
d'encartage en gardant sa forme globale plane. Cette 
antenne represente une inductance permettant une 
communication a distance par couplage electromagnetique 
de type inductif. Le fil peut etre revetu d'un isolant 
10 evitant le contact entre spires adjacentes. En tous 
cas, un isolant est prevu si les spires se croisent 
(cas ou il y a plusieurs spires) • Mais les extremites 
du fil sont denudees en vue de leur connexion 
electrique a un module de circuit integre. 
15 Les dimensions de l'antenne 5 sont, pour des 

rajlsons de rendement electromagnetique, tres proches 
des dimensions exterieures de la carte a puce. Un 
module 2 de circuit integre 1 est ensuite 
electriquement relie a l'antenne 5 en fixant les 
20 extremites de cette antenne sur deux plages de 
connexion du module 2. Le module 2 possede par ailleurs 
d'autres plots de contact sur sa peripherie, qui 
peuvent etre relies electriquement a des plots de 
contact, d'un afficheur 4 par 1 ' intermediate de fils 
25 conducteurs 7 plats. 

Par appellation "afficheur", on envisage tout 
dispositif electro-optique permettant de visualiser une 
information transitant sous forme de signaux 
electriques, et pouvant etre realise sous forme 
30 flexible de maniere a supporter les deformations 
usuelles des cartes. L'afficheur pourra par exemple 
etre de type a cristaux liquides, electrochromique, 
electrophoretique, ou autre. L'afficheur est destine a 
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etre relie a la puce de circuit integre de la carte, 
afin de visualiser les informations qu'elle contient. 

Sur la figure 1, le circuit integre 1 du module 2 
est relie, par 1 ' intermediaire de ses plots de contact 
et de fils conducteurs 7 plats, a un micro-controleur 3 
destine a piloter l'afficheur 4, Dans ce cas, le micro- 
controleur 3 possede egalement des plots de contact et 
il est lui-meme electriquement relie a l'afficheur 4 
par 1' intermediaire d'autres fils conducteurs 6 plats* 
D' autre part, le micro-controleur 3 peut en outre ..etre 
relie a une batter ie 8 par 1 ' intermediaire de fils 
conducteurs 9 plats. 

Les fils conducteurs 6 de connexion du micro- 
controleur 3 a l'afficheur 4 peuvent par ailleurs etre 
remplaces par un ou plusieurs films flexibles 
comportant des pistes conductr ices . 

La figure 2 represente, en coupe longitudinale, 
1 ' ensemble electronique antenne-module-af f icheur-micro- 
controleur-batterie de la figure 1, apres operation de 
soudure des differentes connexions entre les elements ; 
cependant la batter ie n'est pas representee sur cette 
figure pour un souci de clarte. Cette figure represente 
egalement une plaquette de matiere plastique 11, qui 
peut etre deja au format d'une carte a puce ou qui sera 
decoupee ulter ieurement a ce format. La matiere 
plastique peut etre du polychlorure de vinyle (PVC) ou 
du polyethylene terephtalate (PET) ou une autre matiere 
plastique . 

Cette plaquette 11 constitue une partie du corps de 
la carte a puce. Elle comporte une ou plusieurs 
ouvertures pouvant servir de logement au module 2 et a 
l'afficheur 4. Dans 1'exemple represente sur la figure 
2, elle comporte deux ouvertures 14 et 13 destinees a 
recevoir respectivement le module 2 et l'afficheur 4. 
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Ces ouvertures 13 et 14 traversent toute l'epaisseur de 
la plaquette. Les dimensions de chacune des ouvertures 
sont ajustees par rapport aux dimensions de 1' element 
qu'elles sont destinees a recevoir. La position de 
5 l'ouverture 14 reservee au module 2 , par rapport au 
format de la plaquette 11, correspond a la position 
normalisee des contacts d'une carte a puce. 

La face arriere de la plaquette 11 est revetue 
d'une feuille adhesive 12, dont la face adhesive est 

10 appliquee contre la plaquette. Cette feuille 12 
recouvre les ouvertures 13, 14 de sorte qu'elle 
constitue un fond pour les logements pratiques dans la 
carte par les ouvertures 13 et 14. Ce fond est adhesif. 

Le module 2 comporte un circuit integre 1 recouvert 

15 d'une resine de protection 15, les fils d'antenne 5 
sont representes en coupe ainsi que les fils 
d' interconnexions 6 et 7 . 

L'afficheur 4 est constitue par un assemblage de 
deux substrats 16, 17 entre lesquels sont disposes des 

20 materiaux a cristaux liquides ou electrochromes ou 
electrophoretiques par exemple. Les substrats 16 et 17 
sont munis de pistes conductrices permettant de generer 
les effets electro-optiques des materiaux actifs 
compris entre ces deux substrats. Ces pistes 

25 conductrices sont par ailleurs reliees a la connexion 
electrique 6. Dans 1' exemple represents sur la figure 
2, le substrat 16 est represents plus long que le 
substrat 17 de maniere a permettre la connexion 
electrique 6 avec le micro-controleur 3. 

30 II est egalement possible de faire en sorte que le 

substrat 17, qui est destine a affleurer la surface de 
la carte, soit plus long que le substrat 16, et 
d'effectuer alors la connexion electrique sur le 
substrat 17 qui aboutira a la surface de la carte. 
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Les elements sont montres ici assembles et 
positionnes en regard de la plaquette plastique 11 et 
de ses ouvertures 13 et 14, juste avant leur mise en 
place sur cette plaquette 11, suivant les f leches 

5 representees sur la figure 2. 

Lors de leur mise en place sur la plaquette 11, les 
elements destines a aboutir en surface de la carte 
c'est a dire, dans l'exemple represents, le module 2 et 
l'afficheur 4, sont inseres respect ivement dans les 

10 ouvertures 14 et 13 et sont colles par la matiere 
adhesive de la feuille 12. 

Dans une variante de realisation, il est possible 
de positionner en premier lieu certains ou tous les 
elements dans les ouvertures de la plaquette plastique 

15 11 ou sur celle-ci puis, en second lieu, de connecter 
par 1' intermediate de fils conducteurs plats, les 
elements ainsi positionnes a leur emplacement definitif 
dans le corps de carte- Cette solution permet de 
resoudre les problemes de positionnement des elements 

20 les uns par rapport aux autres. 

Comme indique sur la figure 3, on depose ensuite, 
sur 1' ensemble ainsi defini, une resine 18, ou un film 
adhesif thermoact ivable , puis on recouvre 1' ensemble 
d'une deuxieme plaquette de matiere plastique 19 elle- 

25 meme decoupee au format carte ou qui sera decoupee 
ulterieurement a ce format. L' ensemble ainsi forme est 
lamine a chaud ou a froid, pour solidariser les deux 
plaquettes externes 11 et 19 en enfermant 1' ensemble 
electronique. Pour du laminage a froid, 1' insertion 

30 d'une resine de collage (qui peut etre la resine 18 
mentionnee ci-dessus) est necessaire. 

La figure 3 represente la carte a puce a ce stade, 
avec les plaquettes 11 et 19 de part et d' autre de 
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1' ensemble electronique, et une resine liante 18 noyant 
1' ensemble entre les plaquettes. 

La derniere operation (figure 4) consiste a 
decoller la feuille adhesive 12, faisant alors 
5 apparaitre, a la surface de la carte a puce, les 
contacts denudes de la puce de circuit integre du 
module 2 et l'ecran d'affichage de I'afficheur 4. 

La figure 5 represente une carte a puce finie et 
fabriquee selon une variante de realisation- Dans cette 
10 variante, I'afficheur est place au verso de la carte, 
Cet exemple se limite a un seul element au recto (le 
module 2) et a un seul element au verso (I'afficheur 4) 
de la carte, mais il est bien sur possible d'encarter 
plusieurs elements en surface de la carte, au recto 
15 comme au verso de celle-ci. 

Dans cette variante, 1' ensemble electronique est 
place sur une premiere plaquette de matiere plastique 
11 munie d'une seule ouverture 14 destinee a recevoir 
le module 2. Une deuxieme plaquette de matiere 
20 plastique 23 munie d'une seule ouverture 24, destinee a 
recevoir I'afficheur 4, est ensuite amenee en regard de 
l'ensemble electronique. Une autre feuille adhesive 22 
est col lee sur la deuxieme plaquette 23 pour recouvrir 
l'ouverture 24 et permettre de positionner I'afficheur, 
25 dans le fond du logement cree par l'ouverture 24, a la 
cote exacte. 

Apres le depot de resine 18 ou d'un film adhesif 
thermoactivable, les deux plaquettes 11 et 23 sont 
laminees, a chaud ou a froid, afin de les solidariser 
30 en enfermant l'ensemble electronique. Enfin, la 
derniere etape consiste, dans ce cas, a decoller les 
deux feuilles adhesives 12 et 22 pour faire apparaitre, 
sur les faces de la carte, les contacts de la puce du 
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module 2 au recto et l'ecran de visualisation de 
l'afficheur 4 au verso. 

La figure 6 represente en perspective et sous forme 
eclatee des elements de constitution d'une carte a puce 
5 comportant une interface de communication (module 2 
relie a une antenne 5) et un afficheur 4 et fabriquee 
selon un autre mode de realisation, 

Dans cet autre mode de realisation les composants 
electroniques sont connectes sur un circuit imprime 10 

10 flexible et fin. Le circuit imprime 10 peut par exemple 
etre realise sur une feuille de plastique metallisee 
par des techniques usuelles et decoupee au format de la 
carte- Une antenne, qui n'est pas representee sur la 
figure 6 pour des raisons de clarte, ainsi que des 

15 pistes conductrices 6, 7, 9 permettant de connecter les 
differents composants electroniques entre eux, sont par 
exemple realisees par serigraphie d'encre conductrice, 
par depot de metallisations sur la feuille plastique, 
ou par incrustation d'un fil de cuivre dans le 

20 plastique. 

Tout comme pour les autres procedes de fabrication 
qui viennent d'etre deer its, il est preferable de 
deposer sur 1' ensemble electronique, avant le 
posit ionnement de la deuxieme plaquette 19, une resine 

25 thermodurcissable. Dans ce cas, la resine sert a la 
fois de materiau pour donner de la cohesion au corps de 
carte mais elle permet egalement 1 ' adhesion des 
differentes plaquettes 11, 19 avec le circuit imprime 
10 et/ou les composants electroniques. 

30 Dans une autre variante, et telle que representee 

sur la figure 6, au lieu de deposer une resine, il est 
possible de deposer sur 1' ensemble electronique une 
autre feuille de plastique 20, encore appelee "coeur", 
munie de cavites et/ou ouvertures debouchantes 21 
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destinees a recevoir les composants electroniques 
disposes sur le circuit imprime, prealablement au 
positionnement d'une des plaquettes 11 ou 19- Les 
cavites 21 permettent aussi de maintenir les composants 
5 electroniques dans leur position. Leurs dimensions sont 
ajustees aux dimensions des composants qui leur sont 
associes . 

Le nombre de feuille(s) plastique(s) constituant 
ainsi le coeur de la carte n'est pas limitatif. On 

10 pourra par exemple prevoir plusieurs autre feuilles de 
maniere a eviter les effets de reliefs ou le manque de 
cohesion de la carte dus aux cavites 21 presentes dans 
la feuille "coeur" 20 de la carte. 

Dans ce cas, les differentes feuilles plastiques 

15 20, plaquettes 11, 19 et le circuit imprime 10 peuvent 
etre assembles grace a la technique de lamination, Ceci 
peut etre obtenu par la fusion des plaquettes et 
feuilles plastiques entre elles ; ou pref erablement par 
l'enduction des feuilles plastiques et du circuit 

20 imprime d'un ou plusieurs types d' adhesifs, ces 
adhesifs etant actives lors de l'etape finale de 
lamination. On choisira pref erablement des adhesifs 
activables a des temperatures et des pressions 
compatibles avec les composants electroniques et 

25 l'afficheur presents dans le corps de carte. 

Dans une autre variante de realisation, representee 
sur la figure 7, on peut envisager la possibility de 
placer des composants en surface sur les deux faces de 
la carte, par exemple les contacts du module 2 du cote 

30 recto et l'ecran de visualisation de l'afficheur 4 du 
cote verso. Dans ce cas on realise un circuit imprime 
10 double face comportant des metallisations 6, 7 , 9 
sur ses deux faces, et des vias conducteurs 30 pour 
relier les metallisations d'une face aux metallisations 
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de 1 ' autre face. On prevoit en outre une ouverture 2 4 
sur une plaquette 23 externe pour y placer l'afficheur 
4 et une ouverture 14 sur 1' autre plaquette 11 externe 
pour y placer le module 2. Ainsi, apres avoir detache 
la feuille adhesive 12 de la plaquette 11 et la feuille 
adhesive 22 de 1' autre plaquette 23, on obtient une 
carte comportant des contacts affleurant au recto et un 
ecran d'affichage au verso. 

Les feuilles adhesives 12 et 22 ne sont cependant 
pas indispensables lorsque l'on utilise la feuille 
plastique de coeur car les cotes en epaisseur de cette 
feuille sont bien ajustees pour que certains composants 
puissent deboucher en surface de la carte. Les feuilles 
adhesives sont necessaires lorsque l'on utilise la 
resine molle et therraodurcissable, pour retenir les 
composants en surface par la feuille adhesive. 

Les procedes qui viennent d'etre deer its ne sont 
que des exemples et 1' invention ne se limite pas a 
ceux-ci. La carte a puce selon 1' invention comporte au 
moins une interface de communication avec l'exterieur 
et un composant electronique debouchant en surface, 
mais elle peut comporter d'autres composants 
electroniques tels que, par exemple, un ou plusieurs 
boutons de commande du micro-controleur permettant 
d'activer ou non l'affichage, un clavier, ou encore des 
capteurs d'empreintes digitales. 

De plus les exemples illustres par les figures 1 a 
7 et decrits ci-dessus concernent tous une interface de 
communication comportant une antenne reliee a un module 
de circuit integre dont les contacts debouchent en 
surface de la carte, pour permettre la realisation 
d'une carte mixte. Bien sur, le procede de fabrication 
selon 1' invention s'applique aussi aux cartes a puce 
dont 1' interface de communication comporte soit 



2776796 



14 



uniquement un module de circuit integre a contacts 
affleurant, pour permettre un fonctionnement a 
contacts; soit une antenne reliee a un module de 
circuit integre noye dans le corps de carte, pour 
permettre un fonctionnement sans contact- 
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REVENDI CATIONS 

1. Procede de fabrication de carte a puce 
comportant une interface de communication avec 
l'exterieur et au moins un composant electronique (4) 
debouchant en surface, caracterise en ce qu'on connecte 

5 le composant electronique (4) a 1 ' interface de 

communication au moyen de fils conducteurs (6, 7); on 
fixe provisoirement 1' ensemble electronique interface - 
composant electronique contre une premiere plaquette 
(11) de matiere plastique; on place une deuxieme 

10 plaquette (19; 23) de matiere plastique sur 1' ensemble 
electronique interface - composant electronique, une 
ouverture (13; 24) etant prevue soit sur la premiere 
plaquette (11) soit sur la deuxieme plaquette (23) pour 
servir de logement au composant electronique (4) ; et on 

15 solidarise les deux plaquettes (11 et 19; 11 et 23) en 
enfermant l'interface et le composant electronique (4). 

2. Procede de fabrication de carte a puce 
comportant une interface de communication avec 

20 l'exterieur et au moins un composant electronique (4) 
debouchant en surface, caracterise en ce qu'on realise, 
sur une feuille flexible (10) en plastique, des pistes 
conductrices (6, 7, 9) pour former un circuit imprime; 
on fixe sur le circuit imprime obtenu l'interface de 

25 communication et le composant electronique (4) de telle 
sorte que des plots de contact de l'interface sont 
relies a des plots de contact du composant electronique 
(4) par 1' intermediate des pistes conductrices; on 
fixe provisoirement 1' ensemble electronique circuit 

30 imprime - interface - composant electronique contre une 
premiere plaquette (11) de matiere plastique; on place 
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une deuxieme plaquette (19; 23) de matiere plastique 
sur 1' ensemble electronique circuit imprime - interface 
- composant electronique , une ouverture (13; 24) etant 
prevue soit sur la premiere plaquette (11) soit sur la 
5 deuxieme plaquette (23) pour servir de logement au 
composant electronique (4); et on solidarise les deux 
plaquettes (11 et 19; 11 et 23) en enfermant l'ensemble 
electronique circuit imprime - interface - composant 
electronique . 

10 

3. Procede selon la revendication 2, caracterise en 
ce qu'une feuille de coeur (20) en matiere plastique, 
munie d'ouvertures (21) destinees a recevoir le(s) 
composant (s) electronique (s) fixe(s) sur le circuit 

15 imprime, est deposee sur l'ensemble electronique 
prealablement au positionnement d'une des plaquettes 
(11, 19 ; 11, 23) . 

4. Procede selon la revendication 2, caracterise en 
20 ce que le circuit imprime (10) realise est un circuit 

double face muni de metallisations sur ses deux faces 
reliees entre elles par des vias conducteurs (30) . 

5. Procede selon l'une des revendications 1 ou 2 , 
25 caracterise en ce qu'une resine (18) de collage et 

d'etancheite est deposee sur l'ensemble electronique 
prealablement au positionnement de la deuxieme 
plaquette (19 ; 23) . 

30 6. Procede selon l'une des revendications 1 ou 2 , 

caracterise en ce que la fixation provisoire de 
l'ensemble electronique se fait en collant sur la 
premiere plaquette (11) une feuille adhesive (12) et, 
dans le cas ou 1' ouverture (24) servant de logement au 
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composant electronique (4) est prevue sur la deuxieme 
plaquette (23), en collant sur cette deuxieme plaquette 
(23) une autre feuille adhesive (22) ; et en ce que le 
composant electronique (4) est applique sur la face 
adhesive de la premiere feuille adhesive (12) a 
1' inter ieur de l'ouverture (13) qui lui sert de 
logement, ou sur la face adhesive de 1' autre feuille 
adhesive (22) a l'interieur de l'ouverture (24) qui lui 
sert de logement; la (les) feuille(s) adhesive(s) (12, 
22) etant detachee(s) apres solidarisation des deux 
plaquettes (11 et 19 ; 11 et 23). 

7. procede selon l'une des revendications 1 ou 2, 
caracterise en ce que 1 ' interface de communication 
comporte un module (2) de circuit integre dispose dans 
une ouverture (14) pratiquee dans l'une (11) des deux 
plaquettes de telle sorte que ses contacts affleurent 
au fond de l'ouverture, et en ce que le composant 
electronique (4) est un afficheur qui est insere dans 
son ouverture (13; 24) de telle sorte que son ecran de 
visualisation affleure au fond de l'ouverture. 

8. Procede selon l'une des revendications 1 ou 2 , 
caracterise en ce que 1' interface de communication 
comporte un module (2) de circuit integre relie a une 
antenne (5), de maniere a permettre une communication 
sans contact avec l'exterieur, et en ce que le 
composant electronique (4) est un afficheur qui est 
insere dans son ouverture (13; 24) de telle sorte que 
son ecran de visualisation affleure au fond de 
1' ouverture. 



9. Procede selon l'une des revendications 1 ou 2, 
caracterise en ce que la carte a puce est une carte 
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mixte dont 1' interface de communication comporte un 
module (2) de circuit integre relie a une antenne (5) ; 
en ce que le module (2) est insere dans une ouverture 
(14) pratiquee dans l'une (11) des plaquettes de telle 
5 sorte que les contacts affleurent au fond de 
1' ouverture; et en ce que le composant electronique (4) 
est un afficheur qui est insere dans son ouverture (13; 
24) de telle sorte que son ecran de visualisation 
affleure au fond de 1' ouverture. 

10 

10. Procede selon l'une des revendications 7 a 9, 
caracterise en ce que 1' afficheur utilise est un 
afficheur a cristaux liquides, ou un afficheur 
electrochromique, ou un afficheur electrophoretique. 

15 

11. Procede selon l'une quelconque des 
revendications precedentes, caracterise en ce que les 
plaquettes de matiere plastique (11 et 19 ; 11 et 23) 
sont solidarisees par lamination a chaud ou a froid. 

20 

12. Procede selon l'une des revendications 7 a 11, 
caracterise en ce qu'il consiste en outre a reporter 
une batter ie (8) et un micro-controleur (3) destine a 
piloter l'afficheur (4), la batterie (8) etant 

25 electriquement connectee au micro-controleur (3) , 
lequel est egalement electriquement connecte au module 
(2) de circuit integre et a l'afficheur (4). 
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